
 

IEC 61 340-5-3 
Edition  2.0 201 5-07 

INTERNATIONAL 
STANDARD 

NORME 
INTERNATIONALE 

Electrostatics –  
Part 5-3:  Protection of electronic devices from electrostatic phenomena –  
Properties and requirements classification for packaging intended for 
electrostatic discharge sensitive devices 
 
Électrostatique –  
Partie 5-3:  Protection des dispositifs électroniques contre les phénomènes 
électrostatiques – Classification des propriétés et des exigences relatives à 
l 'emballage destiné aux dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques 

IE
C
 6
1
3
4
0-

5
-3

:2
01

5
-0

7(
e
n-

fr
) 

  
  

® 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 

 

  

 TH IS PUBLICATION  IS  COPYRIGHT PROTECTED 

 Copyright © 201 5 IEC,  Geneva,  Switzerland   
 
Al l  rights  reserved.  Un less  otherwise specified ,  no part of th is  publ ication  may be  reproduced  or u ti l ized  in  any form  
or by any means,  electronic or mechanical ,  includ ing  photocopying  and  microfi lm,  wi thout permission  i n  wri ting  from  
ei ther IEC or IEC's member National  Committee i n  the country of the requester.  I f you  have any questions about I EC 
copyright or have an  enqui ry about obtaining  addi tional  rights  to this  publ ication,  please contact the  address below or 
your l ocal  I EC member National  Committee for further information.  
 

Droits  de reproduction  réservés.  Sauf indication  contraire,  aucune partie de cette publ ication  ne peut être reprodu ite 
n i  u ti l isée sous quelque  forme que ce soi t et par aucun  procédé,  électronique ou  mécanique,  y compris  l a photocopie 
et l es m icrofi lms,  sans l 'accord  écri t de l ' IEC ou  du  Comité national  de l ' IEC du  pays du  demandeur.  Si  vous avez des  
questions sur l e  copyright de l ' IEC ou  s i  vous désirez obtenir des droits  supplémentai res sur cette publ ication,  uti l isez 
les  coordonnées ci -après ou  contactez le  Comité national  de  l ' IEC de  votre pays de résidence.  
 

IEC Central  Office Tel . :  +41  22  91 9  02  1 1  
3,  rue  de Varembé Fax:  +41  22  91 9 03  00 
CH-1 21 1  Geneva 20 info@iec.ch  
Swi tzerland  www. iec.ch  

 

About the IEC 
The I nternational  E lectrotechnical  Commission  (I EC) is  the  lead ing  g lobal  organization  that prepares  and  publ ishes 
I nternational  Standards for al l  electrical ,  electron ic and  related  technolog ies.  
 

About IEC publ ications   
The technical  content of IEC publ ications is  kept under constant review by the IEC.  Please make sure that you  have the 
latest ed ition,  a  corrigenda or an  amendment m ight have been  publ ished.  
 

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue 
The stand-alone appl ication  for consulting the entire 
bibl iographical  information on IEC International  Standards,  
Technical  Specifications,  Technical  Reports and  other 
documents.  Avai lable for PC,  Mac OS,  Android  Tablets and 
iPad.  
 

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub 
The advanced search enables to find  IEC publ ications by a 
variety of criteria (reference number,  text,  technical  
committee,…).  I t also gives information on projects,  replaced 
and  withdrawn publ ications.  
 

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished 
Stay up to date on al l  new IEC publ ications.  Just Published 
detai ls al l  new publ ications released.  Avai lable onl ine and 
also once a month by email.  

Electropedia - www.electropedia.org 
The world's leading onl ine dictionary of electronic and 
electrical  terms containing more than 30 000 terms and 
definitions in Engl ish and French,  with  equivalent terms in 1 5 
additional  languages.  Also known as the International  
Electrotechnical  Vocabulary (IEV) onl ine.  
 

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary 
More than 60 000 electrotechnical  terminology entries in 
Engl ish and French extracted  from the Terms and Definitions 
clause of IEC publications issued since 2002.  Some entries 
have been col lected from earl ier publ ications of IEC TC 37,  
77,  86 and  CISPR.  
 

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc 
I f you wish to give us your feedback on this publ ication or 
need  further assistance,  please contact the Customer Service 
Centre:  csc@iec.ch.  
 

 

A propos de l 'IEC 
La Commission  Electrotechnique I nternationale  (IEC) est la  première organisation  mond iale qu i  é labore et publ ie des 
Normes internationales pour tout ce qui  a trai t à  l 'électrici té,  à  l 'électron ique et aux technolog ies  apparentées.  
 

A propos des publications IEC  
Le contenu  technique des publ ications IEC est constamment revu.  Veu i l lez vous  assurer que vous  possédez l ’édi tion  la  
plus récente,  un  corrigendum  ou  amendement peut avoi r été publ ié.  
 

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue 
Application  autonome pour consulter tous les renseignements 
bibl iographiques sur les Normes internationales,  
Spécifications techniques,  Rapports techniques et autres 
documents de l 'IEC.  Disponible pour PC,  Mac OS,  tablettes 
Android  et iPad.  
 

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub 

La recherche avancée permet de trouver des publ ications IEC 
en  util isant différents critères (numéro de référence,  texte,  
comité d’études,…).  Elle donne aussi  des informations sur les 
projets et les publications remplacées ou  retirées.  
 

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished 

Restez informé sur les nouvel les publ ications IEC.  Just 
Publ ished détai l le les nouvelles publ ications parues.  
Disponible en l igne et aussi  une fois par mois par email .  
 

Electropedia - www.electropedia.org 

Le premier dictionnaire en  l igne de termes électroniques et 
électriques.  I l  contient plus de 30 000 termes et définitions en 
anglais et en  français,  ainsi  que les termes équivalents dans 
1 5 langues additionnel les.  Egalement appelé Vocabulaire 
Electrotechnique International  (IEV) en  l igne.  
 

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary 
Plus de 60 000 entrées terminologiques électrotechniques,  en 
anglais et en  français,  extraites des articles Termes et 
Définitions des publ ications IEC parues depuis 2002.  Plus 
certaines entrées antérieures extraites des publ ications des 
CE 37,  77,  86 et CISPR de l 'IEC.  
 

Service Clients - webstore.iec.ch/csc 

Si  vous désirez nous donner des commentaires sur cette 
publ ication ou  si  vous avez des questions contactez-nous:  
csc@iec.ch.  

 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  

mailto:info@iec.ch
http://www.iec.ch/
http://webstore.iec.ch/catalogue
http://www.iec.ch/searchpub
http://webstore.iec.ch/justpublished
http://www.electropedia.org/
http://std.iec.ch/glossary
http://webstore.iec.ch/csc
mailto:csc@iec.ch
http://webstore.iec.ch/catalogue
http://webstore.iec.ch/justpublished
http://std.iec.ch/glossary


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IEC 61 340-5-3 
Edition  2.0 201 5-07 

INTERNATIONAL 
STANDARD 

NORME 
INTERNATIONALE 

Electrostatics –  
Part 5-3:  Protection of electronic devices from electrostatic phenomena –  
Properties and requirements classification for packaging intended for  
electrostatic discharge sensitive devices 
 
Électrostatique –  
Partie 5-3:  Protection des dispositifs électroniques contre les phénomènes 
électrostatiques – Classification des propriétés et des exigences relatives à 
l 'emballage destiné aux dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques 
 

INTERNATIONAL 

ELECTROTECHNICAL 

COMMISSION  

COMMISSION  

ELECTROTECHNIQUE 

INTERNATIONALE  
ICS 1 7.220.99;  29.020 

 

ISBN 978-2-8322-2787-9 

  
  

® Registered  trademark of the International  Electrotechnical  Commission 
 Marque déposée de la Commission  Electrotechnique Internationale 

® 

 Warning!  Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.  

 Attention!  Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 2  – I EC 61 340-5-3: 201 5    I EC 201 5  

CONTENTS  

FOREWORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  

INTRODUCTION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  

1  Scope  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  

2  Normative  references  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  

3  Terms,  defi n i tions  and  abbreviations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  

3. 1  Terms  and  defin i ti ons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  

3. 2  Abbreviations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  

4  Tai lori ng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  

5  Packag ing  appl ication  requ i rement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  

5. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  

5. 2  I ns ide  an  EPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  

5. 3  Outs ide  an  EPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  

6  Class i fication  of ESD  packag ing  materia l  properties  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  

6. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  

6. 2  Materia l  res istance  properties  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  

6. 2. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  

6. 2. 2  Resistance  of conductive  materia ls  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  

6. 2. 3  Resistance  of e l ectrostati c fiel d  sh ie ld ing  materia ls  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  

6. 2. 4  Resistance  of d iss ipative  materia ls  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  

6. 2. 5  Resistance  of i nsu lati ng  materia ls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  

6. 3  Materia l  e l ectrostatic sh ie ld ing  properties  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  

6. 3. 1  Electrostatic  d ischarge  sh ie l d ing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  

6. 3. 2  Electrostatic  fi e ld  sh ie ld ing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  

7  Techn ical  requ i rements  for ESD  protecti ve  packag ing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  

7. 1  Packag ing  and  materia l  properties  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  

7. 2  Packag ing  marking  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  

7. 2. 1  Classi fication  symbol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  

7. 2. 2  Packag ing  class i fication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  

7. 2. 3  Traceabi l i ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  

Annex A ( in formative)   ESD  packag ing  material  gu idance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  

A. 1  Envi ronment and  device  sensi ti vi ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  

A. 1 . 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  

A. 1 . 2  Envi ronment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  

A. 1 .3  Device  sensi ti vi ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  

A.2  Equ ipoten tia l  bond ing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  

A.3  Dissipati ve  materia l  for i n timate  contact  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  

A.4  Packag ing  from  i ncom ing  materia l  to  the  poin t  of use  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  

A.5  Period ic veri fication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  

A.6  Examples  of measurement procedures  for qual i fication  and  veri fication  of 
packag ing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  

Annex B  ( in formative)   Device  damage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  

B. 1  Damage from  ESD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  

B.2  Discharge  to  a  device  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  

B.2 . 1  Human  body model  (HBM)  [2 ]  and  isolated  conductors  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  

B.2 .2  Retained  charge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 61 340-5-3: 201 5    I EC  201 5  – 3  – 

B. 3  Discharge  from  a  device  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  

B.3. 1  Charged  device  model  (CDM)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  

B.3.2  Tribo-electri fication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  

Bibl i ography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  

 

F i gu re  1  – Example  of packag ing  l abel  ( *Primary function  code)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  

Figure  A. 1  – Examples  of EPA configurations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  

Figure  A. 2  – Appl ication  of ESD  protective  packag ing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  

 

Table  1  – Test methods  for e lectrostatic  protective  packag ing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  

Table  2  – Test methods  and  requ irements  for e lectrostatic  d ischarge  sh ie ld ing  
packag ing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  

Table  3  – Primary function  code/ESD  class i ficati on  symbol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  

Table  A. 1  – Packag ing  characteristics  for envi ronmenta l  consideration  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  

Table  A. 2  – Examples  for qual i fication  and  veri fication  of packag ing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  

 
  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 4  – I EC 61 340-5-3: 201 5    I EC 201 5  

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  

____________ 

 
ELECTROSTATICS –  

 
Part 5-3:  Protection  of electronic devices  from electrostatic phenomena –  
Properties  and  requ irements  classification  for packaging  in tended  for  

electrostatic d ischarge sensi tive  devices  
 

FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E lectrotechn i cal  Commiss ion  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ ization  for standard ization  compris i ng  
a l l  n ational  e l ectrotechn ical  commi ttees  ( I EC National  Comm i ttees).  The  object  of I EC i s  to  promote  
i n ternati ona l  co-operation  on  a l l  q uestions  concern i ng  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic fi e l ds.  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es,  I EC  publ i shes  I n ternational  Standards,  Techn ical  Speci fi cati ons,  
Techn ical  Reports ,  Publ i cl y Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu ides  (hereafter referred  to  as  “ I EC  
Publ i cation (s )” ) .  Thei r preparation  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC  Nati onal  Commi ttee  i n terested  
i n  the  subj ect  deal t  wi th  may parti ci pate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternational ,  governmental  and  non -
governmental  organ izations  l i a i s i ng  wi th  the  I EC a l so  parti ci pate  i n  th i s  preparation .  I EC col l aborates  cl osel y 
wi th  the  I n ternati onal  Organ i zation  for S tandard ization  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i t i ons  determ ined  by 
agreement between  the  two organ i zati ons.  

2)  The  formal  decis ions  or ag reements  of I EC on  techn ical  matters  express,  as  nearl y  as  possib le,  an  i n ternati onal  
consensus  of opi n ion  on  the  rel evant  sub jects  s i nce  each  techn ical  commi ttee  has  representati on  from  a l l  
i n terested  I EC National  Committees.   

3)  I EC Publ i cations  have  the  form  of recommendations  for i n ternational  use  and  are  accepted  by  I EC National  
Commi ttees  i n  that  sense.  Whi l e  a l l  reasonable  efforts  are  made  to  ensure  that  the  techn ical  content  of I EC  
Publ i cations  i s  accu rate,  I EC  cannot  be  hel d  responsi ble  for the  way i n  wh ich  they are  used  or for any 
m i s i n terpretation  by any end  u ser.  

4)  I n  order to  promote  i n ternational  u n i form i ty,  I EC National  Comm i ttees  undertake  to  app ly I EC Pub l i cations  
transparentl y to  the  maximum  exten t possib le  i n  the i r national  and  reg i onal  publ i cati ons.  Any d i vergence  
between  any I EC Pub l i cation  and  the  correspond i ng  national  or reg i onal  publ i cati on  shal l  be  cl earl y i n d icated  i n  
the  l atter.  

5)  I EC i tsel f d oes  not  provi de  any attestation  of conform i ty.  I n dependent  certi fi cati on  bod ies  provi de  conform i ty 
assessment  services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC marks  of conform i ty.  I EC i s  not  responsi ble  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependent certi fi cation  bod i es .  

6)  Al l  u sers  shou ld  ensure  that  they have  the  l atest  ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i abi l i ty shal l  attach  to  I EC  or i ts  d i rectors,  employees,  servants  or agen ts  i ncl ud ing  i n d ivi dual  experts  and  
members  of i ts  techn ical  comm i ttees  and  I EC  Nati onal  Commi ttees  for any personal  i n j u ry,  property damage  or 
other damage  of any natu re  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cation ,  use  of,  or re l i ance  upon ,  th i s  I EC Publ i cati on  or any other I EC  
Publ i cations.   

8)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  Normative  references  ci ted  i n  th i s  publ i cation .  Use  of the  referenced  publ i cations  i s  
i nd i spensable  for the  correct appl i cati on  of th i s  publ i cation .  

9)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  poss ib i l i ty that  some of the  e l ements  of th i s  I EC Publ i cation  may be  the  subject  of 
paten t ri gh ts.  I EC shal l  not  be  hel d  respons ibl e  for i denti fyi ng  any or a l l  such  paten t ri gh ts .  

I n ternational  Standard  I EC  61 340-5-3  has  been  prepared  by I EC techn ica l  committee  1 01 :  
E lectrostatics .  

Th is  second  ed i ti on  cancels  and  replaces  the  fi rst ed i tion  publ ished  i n  201 0.  Th is  ed i tion  
consti tu tes  a  techn ical  revis ion .   

Th is  ed i ti on  i ncludes  the  fol l owing  s i gn i fican t techn ical  changes  wi th  respect to  the  previous  
ed i tion :  

a)  removal  of a l l  references  to  ANSI /ESD  STM1 1 . 1 3,  replaced  by normative  reference  
I EC 61 340-4-1 0;  

b)  add i ti onal  notes  added  to  Table  1 ;  

c)  add i ti on  of a  new Table  3  re lated  to  the  “ESD  classi fication  symbol ”  and  the  “primary 
function  code” .   
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The  text of th is  s tandard  i s  based  on  the  fol lowing  documents:  

CDV Report  on  voti ng  

1 01 /428/CDV 1 01 /457/RVC 

 
Fu l l  i n formation  on  the  voti ng  for the  approval  of th is  s tandard  can  be  found  i n  the  report on  
voting  ind icated  in  the  above  table.  

Th is  publ ication  has  been  drafted  i n  accordance wi th  the  I SO/IEC  D irecti ves,  Part 2 .  

A l i s t of a l l  parts  i n  the  I EC  61 340  series ,  under the  general  ti t l e  Electrostatics ,  can  be  found  
on  the  I EC  websi te  

The  committee  has  decided  that the  con ten ts  of th is  publ ication  wi l l  remain  unchanged  unti l  
the  stabi l i ty date  i nd icated  on  the  I EC web s i te  under "h ttp: //webstore. iec. ch "  in  the  data  
re lated  to  the  speci fic  publ ication .  At  th is  date,  the  publ ication  wi l l  be   

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  replaced  by a  revised  ed i ti on ,  or 

•  amended .  
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INTRODUCTION  

Packag ing  i s  necessary to  protect e l ectrostatic  d ischarge  sens i ti ve  devices  (ESDS)  from  
phys ica l  and  envi ronmenta l  damage  during  manufacture,  transportation  and  s torage.   

Add i ti onal l y,  packag ing  for ESDS shou ld  a lso  preven t damage from  static e lectrici ty.   
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ELECTROSTATICS –  
 

Part 5-3:  Protection  of electronic devices  from electrostatic phenomena –  
Properties  and  requ irements  classification  for packaging  in tended  for  

electrostatic d ischarge sensi tive  devices  
 
 
 

1  Scope 

This  part of I EC 61 340  defines  the  ESD  protecti ve  packag ing  properties  needed  to  protect 
e lectrostatic d ischarge  sensi ti ve  devices  (ESDS)  through  a l l  phases  of production ,  
rework/main tenance,  transport and  s torage.  Test methods  are  referenced  to  evaluate  
packag ing  and  packag ing  materia ls  for these  product and  materia l  properties.  Performance  
l im i ts  are  provided .  

Th is  standard  does  not address  protection  from  electromagnetic i n terference (EMI ) ,  
e lectromagnetic  pu ls ing  (EMP)  or protection  of volati l e  materia ls .  

2  Normative references  

The fol l owing  documents ,  i n  whole  or i n  part,  are  normativel y referenced  i n  th is  document and  
are  i nd ispensable  for i ts  appl ication .  For dated  references,  on l y the  ed i ti on  ci ted  appl i es .  For 
undated  references,  the  l atest ed i ti on  of the  referenced  document ( i nclud ing  an y 
amendments)  appl i es .  

I EC 61 340-2-3,  Electrostatics – Part 2-3: Methods of test for determining the resistance and 
resistivity of solid planar materials used to avoid electrostatic charge accumulation  

I EC 61 340-4-8,  Electrostatics – Part 4-8:  Standard test methods for specific applications – 
Electrostatic discharge shielding −  Bags   

I EC  61 340-4-1 0,  Electrostatics – Part 4-10:  Standard test methods for specific applications – 
Two-point resistance measurement1   

I EC 6041 7,  Graphical symbols for use on equipment  (available at http: //www.graphical-
symbols. info/equipment) 

3 Terms,  defin i tions  and  abbreviations  

3. 1  Terms and  defin i tions  

For the  purposes  of th is  document,  the  fo l l owing  terms  and  defin i ti ons  apply.  

3. 1 . 1   
electrostatic  d ischarge  
ESD  
rapid  transfer of charge  between  bod ies  at  d i fferen t e lectrostatic potentia ls  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  app l i es  to  the  French  l anguage  on l y.  

————————— 
1  At  the  time  of wri ti ng ,  i t  i s  proposed  wi thdrawing  I EC 61 340-4-1 0:  201 2  and  i ncorporati ng  the  test  method  i n to  

the  next  ed i ti on  of I EC 61 340-2-3.  
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3. 1 .2   
el ectrostatic  d ischarge sensi tive  device  
ESDS  
sensi ti ve  devices,  i n tegrated  ci rcu i t  or assembly that may be  damaged  by electrostatic fi e l ds  
or e lectrostatic  d ischarge  

Note  1  to  en try:   Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

3. 1 .3   
ESD  protected  area  
EPA 
area  i n  wh ich  an  ESDS can  be  hand led  wi th  acceptable  risk of damage  caused  by 
e lectrostatic d ischarge  or fi el ds  

3. 1 .4   
unprotected  area  
UPA 
areas  outs ide  an  EPA  

SEE:  F i gure  A. 1  

Note  1  to  en try:   Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

3. 1 .5   
in timate  packaging  
materia l  wh ich  makes  contact wi th  ESDS  

3. 1 .6   
proximity packaging  
materia l  not  making  con tact wi th  ESDS,  wh ich  i s  used  to  enclose  one  or more  devices  

3. 1 .7   
secondary packaging  
materia l  used  primari l y to  g ive  add i tional  phys ica l  protection  to  the  ou ts ide  of a  proxim i ty 
package  

3. 1 .8   
volume resistance  
RV  
ratio  of a  d . c.  vo l tage  (V)  appl i ed  between  two e lectrodes  p laced  on  two (opposi te)  surfaces  of 
a  specimen  and  the  current  (A)  between  the  e lectrodes  

Note  1  to  en try:  Vol ume resi stance  i s  expressed  i n  ohms.  

3. 1 .9   
point-to-point  resistance  
Rp-p  
ratio  of a  d . c.  vo l tage  (V)  appl i ed  between  two e lectrodes  on  a  surface  of a  specimen  and  the  
curren t (A)  between  the  e lectrodes   

Note  1  to  en try:  The  e l ectrode  confi gu rati on  for poi n t-to-poin t  res i stance  measurements  i s  usual l y a  pa i r of 
ci rcu lar faced  e l ectrodes  wi th  a  defi ned  d i stance  apart.   

Note  2  to  en try:  Poi n t-to-poin t  res i stance  i s  expressed  i n  ohms.  

3. 1 . 1 0  
surface resistance  
RS  
ratio  of a  d . c.  vol tage  (V)  appl ied  between  two  electrodes  i n  a  defi ned  configuration  on  a  
surface  of a  specimen  and  the  current  (A)  between  the  e lectrodes  
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Note  1  to  en try:  The  e l ectrode  confi guration  for su rface  res i stance  measurement  i s  usual l y a  pai r of paral l e l  
rectangu l ar e l ectrodes  or a  pai r of ci rcu l ar concentri c  e l ectrodes.   

Note  2  to  en try:  Su rface  res i stance  i s  expressed  i n  ohms.  

3.2  Abbreviations  

Term  Mean ing  

CDM  Charged  device  model  

ESD  E lectrostatic  d ischarge  

ESDS  E lectrostatic  d ischarge  sensi ti ve  device  

EMI  E lectromagnetic i n terference  

EMP E lectromagnetic pu ls ing  

EPA ESD  protected  area  

HMB  Human  body model  

MM  Mach ine  model  

UPA Unprotected  area  

 

4 Tai loring  

This  s tandard ,  or portions  thereof,  may not  appl y to  a l l  appl ications.  Ta i lori ng  i s  accompl ished  
by evaluati ng  the  appl icabi l i ty of each  requ irement for the  speci fic  appl ication .  Upon  
completion  of the  evaluation ,  requ irements  may be  added ,  mod i fied  or del eted .   

Tai loring  decis ions,  i ncl ud ing  rationale ,  sha l l  be  documented .  

5 Packaging  appl ication  requirement 

5.1  General   

Transportation  of ESDS requ i res  packag ing  that provides  protection  from  electrostatic  
hazards  (for example  from  an  e lectrostatic d ischarge).  Wi th in  an  EPA in  wh ich  a l l  ESD  risks  
are  wel l  control led ,  ESD  protecti ve  packag ing  may not  be  necessary.  

5.2  Inside an  EPA 

Packag ing  used  wi th in  an  EPA shal l  cons ist of d i ssipati ve  or conductive  materia ls  for i n timate  
con tact.  

I tems  sensi ti ve  to  <1 00  V human  body model  (HBM)  may need  add i ti onal  protection  
depend ing  on  appl ication  and  program  plan  requ i rements .  

NOTE  Diss ipati ve  materia l s  are  preferred  for i n timate  packag ing  i n  s i tuations  where  charged  device  model  (CDM)  
damage  i s  a  concern .  

5.3  Outside an  EPA 

Transportation  of sens i ti ve  products  ou tside  of an  EPA shal l  requ i re  packag ing  that  provides  
both  

a)  d issipati ve  or conductive  materia ls  for i n timate  con tact,  

b)  a  s tructure  that provides  e lectrostatic d ischarge  sh ie l d ing .  
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I f e l ectrostatic  fi el d  sh ie l d ing  materia ls  are  used  to  provide  d ischarge  sh ie l d ing ,  a  materia l  
that provides  a  barrier to  current flow shou ld  be  used  i n  combination  wi th  the  e lectrostatic  
fie ld  sh ie ld ing  materia l .   

NOTE  Diss ipati ve  materia l s  are  preferred  for i n timate  packag ing  i n  s i tuations  where  charged  device  model  (CDM)  
damage  i s  a  concern .  

6 Classification  of ESD packaging  material  properties  

6.1  General   

Materia ls  and  packages  that are  usefu l  i n  preventing  damage  to  sens i ti ve  e lectron ic devices  
exh ib i t  certa in  properties.  These  properties  i nclude:  

a)  res istance  properties:  

– conductive;  

– d issipative;  

b)  sh ie l d ing  properties :  

– e lectrostatic d ischarge;  

– e lectrostatic fie l d .  

6.2  Material  resistance properties  

6.2. 1  General  

Most s tandard  packag ing  materia ls  are  e lectrical l y insu lati ng  and  i nsu lati ng  materials  retain  
charge.  Making  the  package  l ess  i nsu lating  provides  a  path  for the  charge  to  d iss ipate  from  
the  package to  a  materia l  at a  l ower potentia l .  

Speci fic  ranges  of resistance  are  usefu l  for d i fferent  purposes.  Packag ing  can  be  class i fi ed  by 
these  res istance  ranges  of the  materia l  used  i n  i ts  construction .   

6.2.2  Resistance  of conductive  materials  

Conductive  materia ls  may be  surface  conductive,  volume conductive  or both .  

a)  Surface  conductive  materials  

A surface  conductive  materia l  shal l  have  a  surface  res istance  of <1  ×  1 04  Ω .   

b)  Volume conductive  materials  

Volume conductive  materials  shal l  have  a  volume res istance  of <1  ×  1 04  Ω 2.   

6.2.3  Resistance  of e lectrostatic field  sh ield ing  materials  

With in  the  conductive  materia ls  class i fication ,  e l ectrostatic  fi e ld  sh ie ld ing  materia ls  shal l  have  
a  homogeneous  l ayer wi th  a  surface  resistance  of <1  ×  1 03  Ω  or a  volume resistance  of 
<1  ×  1 03  Ω .   

Other methods  may a l so  define  the  electrostatic fie ld  sh ie ld ing  classi fication .  

NOTE  These  res i stance  val ues  do  not  necessari l y imply EM I /EMP sh iel d i ng .  

————————— 
2 The  th i ckness  of the  materi al  m igh t  have  a  s i gn i fi can t i n fl uence  on  the  measured  val ue  of a  vol ume resi stance.  
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6.2.4  Resistance  of d issipative materials  

Diss ipati ve  materia ls  may be  surface  d iss ipati ve,  volume d iss ipati ve  or both .  

a)  Surface  d issipative  materials   

Surface  d issipative  materials  sha l l  have  a  surface  res istance  ≥1  ×  1 04  and  <1  ×  1 0 1 1Ω .   

b)  Volume d issipative  materials   

Volume d issipati ve  materials  shal l  have  a  volume res istance  ≥1  ×  1 04  and  <1  ×  1 0 1 1Ω 3.  

6.2.5  Resistance  of insu lating  materials  

Electrostatic  i nsu lating  materia ls  may be  surface  i nsu lating ,  volume insu lati ng  or both .  

a)  Surface  i nsu lati ng  materia ls   

E lectrostatic  surface  insu lati ng  materia ls  have  a  surface  res istance  ≥1  ×  1 0 1 1  Ω .  

b)  Volume i nsu lati ng  materia ls  

E lectrostatic  volume insu lating  materia ls  have  a  volume res istance  ≥1  ×  1 01 1  Ω .  

6.3  Material  electrostatic  sh ield ing  properties  

NOTE  Electrostati c  sh iel d i ng  material s  protect packaged  sensi ti ve  e l ectron ic  i tems  from  the  effects  of e l ectrostati c  
d i scharges  and  fi e l ds  that  are  external  to  the  package.  

6.3. 1  Electrostatic d ischarge sh ield ing  

Electrostatic d ischarge  sh ie l d ing  packag ing  i s  capable  of attenuating  an  e lectrostatic  
d ischarge.  The  ca lcu lated  energy a l lowed  i ns ide  a  s tatic d ischarge  sh ie ld ing  bag  shal l  be  l ess  
than  50  nJ  when  tested  accord ing  to  I EC  61 340-4-8  or equ ivalen t test method  mod ified  to  
accommodate  the  product.  

6.3.2  Electrostatic field  sh ield ing  

Electrostatic  fi e ld  sh ie ld ing  packag ing  i s  capable  of a ttenuating  an  e lectrostatic fie ld .   

NOTE  Classi fi ed  fi e l d -sh i el d i ng  materia l s  can  a l l ow curren t fl ow th rough  thei r vo l ume.  

7 Technical  requirements  for ESD protective packaging  

7. 1  Packaging  and  material  properties  

Table  1  and  2  provide  test methods  for determ in ing  materia l  class i fications  for fi n ished  
packages  and  materia ls .  When  poss ib le,  testing  shal l  be  performed  on  the  fin ished  package.  
When  testing  cannot be  performed  on  a  fin ished  package,  the  materia l  cl assi fication  shal l  be  
defined  by the  bu lk  material  used  for the  production  of the  final  package.  

————————— 
3 The  th i ckness  of the  materi a l  m igh t  have  a  s i gn i fi can t i n fl uence  on  the  measured  val ue  of a  vol ume resi stance.  
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Table  1  – Test methods  for electrostatic  protective packaging  

Material  
classi fi cation  

Test method  a  Method  description  Limi ts  

Surface  conducti ve  

 

I EC  61 340-2-3  

I EC 61 340-2-3  

I EC 61 340-4-1 0  b  

RS  Surface  res i stance  

Rp-p  Poin t-to-poin t  res i stance  

Rp-p  Poin t-to-poin t  res i stance  

<1  ×  1 04  Ω 

<1  ×  1 04  Ω c  

<1  ×  1 04  Ω c  

Volume  conducti ve  I EC 61 340-2-3  RV Volume  resi stance  <1  ×  1 04  Ω d  

Electrostati c  fi e l d  
sh ie l d i ng  

I EC 61 340-2-3  e  

I EC 61 340-2-3  e  

RS  Surface  res i stance  

RV Volume  resi stance  

<1  ×  1 03  Ω  

<1  ×  1 03  Ωd  

Surface  d i ss ipati ve  

 

I EC  61 340-2-3  

I EC 61 340-2-3  

I EC 61 340-4-1 0  b  

RS  Surface  res i stance  

Rp-p  Poin t-to-poin t  res i stance  

Rp-p  Poin t-to-poin t  res i stance  

≥1  ×  1 04   to  <1  ×  1 0 1 1  Ω 

≥1  ×  1 04   to  <1  ×  1 0 1 1  Ω 
c
 

≥1  ×  1 04   to  <1  ×  1 0 1 1  Ω 
c  

Volume  d i ss ipati ve  I EC 61 340-2-3  RV Volume  resi stance  ≥1  ×  1 04   to  <1  ×  1 0 1 1  Ω 
d  

Surface  i nsu l ati ng  I EC 61 340-2-3  

I EC 61 340-4-1 0  b  

RS  Surface  res i stance  

Rp-p  Poin t-to-poin t  res i stance  

≥1  ×  1 0 1 1  Ω 

≥1  ×  1 01 1  Ω c  

Volume  i nsu lati ng  I EC 61 340-2-3  RV Volume  resi stance  ≥1  ×  1 0 1 1  Ω d  

a  For product qua l i fi cation  of packag ing  materia l s ,  the  envi ronmental  cond i ti ons  for precond i ti on ing  and  testi ng  
shal l  be  23  °C  ±2  °C  and  1 2  %  ±3  %  re lati ve  hum id i ty.  The  precond i ti on ing  before  the  measurement shal l  be  
≥48  h .  

b  I EC  61 340-4-1 0  describes  the  Rp-p  poin t-to-poi n t  res i stance  measurement  wi th  a  two  poin t  probe.    
I EC  61 340-2-3  describes  a l l  th ree  test  methods  RS ,  RV  and  Rp -p .  

c The  resu l ts  of a  measurement of Rp-p  accord ing  to  I EC 61 340-2-3  or I EC 61 340-4-1 0  can  be  d i fferen t compared  
to  the  resu l ts  of a  measuremen t of Rs  accord ing  to  I EC 61 340-2-3  d ue  to  the  usage  of d i fferen t probes.    

d  The  th i ckness  of the  material  m igh t  have  a  s i gn i fi cant  i n fl uence  on  the  val ues  of a  measured  volume res i stance.  
The  requ i rement  i s  the  same  despi te  the  th i ckness  of the  materi al .  

e  I EC  61 340-2-3  descri bes  test  methods  for the  determ ination  of the  e l ectri cal  res i stance  and  res i sti vi ty of sol i d  
materia l s  i n  the  range  from  1 04  Ω  to  1 0 1 2  Ω,  and  refers  to  other standards  for measurements  ou ts i de  th i s  range.  
However,  the  other test  methods  referred  to  may not  be  appropriate  for measuri ng  packag ing  material s  or 
products.  Therefore,  for the  pu rposes  stated  i n  th i s  table,  the  concentri c  ri ng  probe  speci fi ed  i n  I EC 61 340-2-3  
shal l  be  used .  The  i nstrumentation  used  shal l  be  able  to  measure  to  below 1 03  Ω ;  i t  i s  acceptable  for the  open  
ci rcu i t  vo l tage  or vol tage  under l oad  of the  i nstrumentation  used  to  be  l ess  than  1 0  V.    

 

Table  2  – Test methods  and  requ irements  for e lectrostatic  
 d ischarge  sh ield ing  packag ing   

 Packaging  system  

Sh ield ing  bags  
Other ESD  sh ield ing  
packaging  design  

Test method  I EC 61 340-4-8  User defi ned   

Requ i rement  Energy <  50  nJ  – i n timate  packag i ng  shal l  be  
d i ss ipati ve  or conducti ve  

– a  barri er l ayer or a  defi ned  a i r 
gap  attenuati ng  ESD  energy shal l  
be  i ncl uded  a  

a  No component of the  packag i ng  system  shal l  cause  ESD  ri sk when  taken  wi th i n  EPA.  
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7.2  Packaging  marking  

7.2. 1  Classification  symbol  

ESD  protecti ve  packag ing  shal l  be  marked  wi th  the  ESD  class i fication  symbol  g i ven  i n  
IEC 6041 7-6202  and  as  shown  i n  F igure  1  or i n  accordance wi th  customer contracts ,  
purchase  orders ,  d rawings  or other documentation .  

 

Figure 1  – Example of packaging  l abel  (*Primary function  code)  

7.2.2  Packaging  classification  

The primary function  code  shal l  be  marked  below the  ESD  classification  symbol  g i ven  i n  
I EC 6041 7-6202  and  as  shown  i n  Table  3 :  

S  e lectrostatic d ischarge  sh ie l d ing ;  

F  e lectrostatic fie l d  sh ie ld ing ;  

C  e lectrostatic conductive;  

D  e lectrostatic d iss ipati ve.  

IEC  
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Table  3  – Primary function  code/ESD classification  symbol  

Primary function  code  

*  
Primary function  ESD classification symbol  

S  E lectrostati c  d i scharge  sh i el d i ng  

 

F  E lectrostati c  fi e l d  sh i el d i ng  

 

C E lectrostati c  conducti ve  

 

D E lectrostati c  d i ss ipati ve  

 

 

7.2.3  Traceabi l i ty 

Packag ing  shal l  be  marked  wi th  i n formation  that a l l ows  traceabi l i ty to  the  packag ing  
manufacturer and  to  the  manufacturer’s  date/lot  code  i n formation .   

The  date/lot code  shal l  a l l ow traceabi l i ty to  qual i ty control  i n formation  pertain ing  to  the  
manufacture  of the  speci fic l ot  of packag ing .  

IEC  

IEC  

IEC  

IEC  
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Annex A 
(informative)  

 
ESD packaging  material  gu idance  

A.1  Environment and  device sensi tivi ty 

A.1 . 1  General   

Envi ronment and  device  sensi ti vi ty are  two primary cons iderations  for selecting  ESD  
packag ing  materia ls.    

A.1 .2  Envi ronment 

Since  the  threat to  a  sensi ti ve  i tem  is  usual l y undeterm ined  when  the  i tem  is  ou ts ide  an  ESD 
protected  area  (EPA),  e lectrostatic sens i ti ve  devices  (ESDS)  shou ld  be  p laced  i n  ESD  
protective  packag ing  whenever the  i tem  is  i n  an  unprotected  area  (UPA)  –  see  Table  A. 1 .  

Table  A. 1  – Packag ing  characteristics  for environmental  consideration  

I tem  to  be  
packed  

EPA UPA 

In timate  Proximi ty In timate  Proximi ty 

ESDS  
E lectrostati c  
conducti ve  
or d i ss ipati ve  a  

E l ectrostati c  
conducti ve  or 
d i ss ipati ve  

As  for i ns i de  EPA and  
e l ectrostati c   
d i scharge  sh i el d i ng  b  

E l ectrostati c  d i scharge  
sh ie l d i ng   

a  For battery operated  ESDS,  the  selection  of the  materia l  or the  design  of the  packag ing  shou ld  ensure  that  the  
battery does  not  become d i scharged .  

b  E l ectrostati c  d i scharge  sh i e l d i ng  property  i s  on l y  needed  when  proxim i ty packag i ng  i s  not  e l ectrostati c      
d i scharge  sh i el d i ng .   
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Figure A. 1  – Examples  of EPA configurations  

A. 1 .3  Device sensi tivi ty  

I f the  sens i ti vi ty of the  ESDS is  unknown  and  the  device  i s  being  sh ipped  ou ts ide  of the  EPA,  
i t  shou ld  be  packaged  using  an  e lectrostatic  d ischarge  sh ie l d ing  s tructure  that a lso  provides  
protection  against e lectrostatic fi e l ds.  

ESD protected  area  

Workstation  Room  Bui ld ing  

Print  Pick and  Pl ace  Reflow  Packing  

EPA  

Storage  Storage  

Manual  assembly  

IEC  
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However,  i f the  sensi ti vi ty of the  ESDS is  known  and  the  ESD  threat environment i s  wel l  
understood ,  the  protection  l evel  of the  packag ing  may be  reduced .  

A.2  Equipotential  bonding  

Whi le  not a lways  recogn ized  as  being  a  packag ing  cons ideration ,  equ ipotentia l  bond ing ,  or 
the  shun ting  of l eads,  can  be  an  effecti ve  method  to  m i tigate  damage.  By p lacing  a  conductive  
shun t across  device  l eads  or card  connectors,  the  various  parts  of the  i tem  share  the  same 
e lectrical  poten tia l .  Wh i le  not necessari l y at g round  potentia l ,  the  fact that parts  of the  i tem  
share  the  same poten tia l  means  that damag ing  curren t wi l l  not flow between  them .  Shun ting  
has  l im i tations.  Energy from  d i rect d ischarge  and  electric  fi el ds  may impact the  i tem  in  a  
manner that  does  not a l l ow the  energy to  equal i ze  through  the  shunt,  bu t  i nstead  through  the  
device.  ESD protecti ve  packag ing  that  offers  other protective  properties  i s  usual l y used  i n   
con j unction  wi th  shunti ng  devices.  

A.3  Dissipative material  for intimate  contact 

To avoid  rapid  d ischarge  of ESDS due  to  contact wi th  conductive  surfaces,  d i ssipati ve  
materia ls  are  preferred .  

A.4  Packaging  from  incoming  material  to  the point of use  

Figure  A. 1  shows  a  s impl i fied  layou t of a  generic  e lectron ic packag ing  appl ication .  Each  area  
has  the  recommended  ESD  packag ing  materia l  properties  noted .  As  d iscussed  in  A. 1 . 3 ,  i f the  
i tem  sens i ti vi ty and  threats  are  documented ,  the  l evel  of protective  packag ing  can  be  reduced  
after confi rm ing  packag ing  functional i ty.   

NOTE  Th is  l ayou t shows  an  “ i s l ands  of protection ”  approach  to  ESD  safeguards.  Many manufacturi ng  processes  
employ a  “ tota l  factory”  approach ,  where  the  en ti re  factory i s  a  safeguarded  area  – see  F igu re  A. 1 .  
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Figure A.2  – Appl ication  of ESD protective  packaging  

A.5  Periodic veri fication  

The static con trol  properties  of some packag ing  materia ls  can  deteriorate  wi th  time and  use.  

Period ic veri fication  of static  control  properties  shou ld  be  considered .  

IEC  

Prin t /pick and  place/  

reflow/packing  

Assembly  

Storage/ki tting  

Qual i ty control  

testing  

Rework/assembly  

Point of use  
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A.6  Examples  of measurement procedures  for qual i fication  and  veri fication  of 
packaging  

Table  A.2  – Examples  for qual i fication  and  veri fication  of packaging  

Packaging  i tem  Test method  Product qual i fi cation  a  Compl iance veri fi cation  

Bags  

 

I EC 61 340-2-3  

 

 

 

 

I EC  61 340-4-8  

RS   

I ns i de  and  ou ts ide  l ayers  

RV  

I ns i de  l ayers  to  metal  
p l ate  

Energy bag  test  b  

RS  

I ns i de  and  ou ts ide  l ayers  

 

Tote  boxes  I EC 61 340-2-3  RS   

I ns i de  and  ou ts ide  
surfaces  

RV  

I ns i de  su rface  to  metal  
p l ate  

Rp-p   

I ns i de  and  ou ts ide  su rfaces  

  

Foams I EC 61 340-2-3  RS   

Top  and  bottom  surface  

RV  

Top  surface  to  metal  p l ate  

Rp-p   

Top  and  bottom  surfaces  

 

Carri er tapes  I EC 61 340-4-1 0  c  Rp-p   

I ns i de  cavi ti es  

Cavi ty to  cavi ty  

RV  

Cavi ty to  metal  p l ate  

Rp-p   

I ns i de  cavi ti es  

 

Thermoformed  and  
i n j ection  molded  trays  

I EC 61 340-4-1 0  c  Rp-p   

I ns i de  cavi ti es  

Cavi ty to  cavi ty  

RV  

Cavi ty to  metal  p l ate  

Rp-p   

I ns i de  cavi ti es  

 

Corrugated  cardboard  I EC 61 340-2-3  RS   

I ns i de  and  ou ts ide  l ayers  

RV  

I ns i de  l ayers  to  metal  
p l ate  

RS  

I ns i de  and  ou ts ide  l ayers  

a  For product  qua l i fi cation ,  the  envi ronmental  cond i ti ons  for testi ng  shou l d  be  23  °C  ±2  °C  and  1 2  %  ±3  %  
re l ati ve  hum id i ty.  

b  On ly re l evant  i f an  ESD  d i scharge  sh i el d i ng  bag  needs  to  be  qual i fi ed .  

c  I t  may happen  that  the  two-poi n t-probe  described  i n  I EC 61 340-4-1 0  does  not  fi t  i ns i de  the  cavi ti es.  Other  test  
methods  ou ts ide  the  cu rren t scope  of th i s  s tandard  may then  be  needed  to  be  used  to  measure  the  packag ing  
l im i ts .   

 

The compl iance  veri fication  plan  accord ing  to  I EC  61 340-5-1  [1 ] 4  shou ld  document the  
method  used  to  veri fy the  l im i ts  accord ing  to  the  materia l  class i fication  i n  Table  A.2 .  

————————— 

4  Numbers  i n  square  brackets  refer to  the  B ibl i og raphy.  
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Annex B  
(informative)  

 
Device  damage 

B.1  Damage from  ESD  

Damage  to  devices  usual l y occurs  i n  one  of two  s i tuations:  

– e lectrostatic d ischarge  to  a  device;  

– e lectrostatic d ischarge  from  a  charged  device.  

Th is  d isti nction  i s  important  for packag ing  cons iderations  because  d i fferen t properties  are  
requ i red  to  manage each  s i tuation .  The  source  of the  static e lectrici ty needs  to  be  cons idered  
and  then  the  path  the  charge  travels  to  damage the  device.  

B.2  Discharge to  a  device  

B.2. 1  Human  body model  (HBM)  [2]  and  isolated  conductors  

Common  i tems  that d ischarge  to  packaged  devices  include  the  human  body and  conductive  
obj ects  used  to  hand le  packages  l ike  conveyors,  carts  and  veh icles .  Tribo-e lectri fication  i s  
usual l y the  charge  source.   

S ince  the  d ischarge  must pass  through  the  package to  reach  the  device,  the  package  can  be  
used  to  protect  the  device  from  an  ESD  event external  to  the  package.  

B.2.2  Retained  charge  

The package  can  gain  charge  from  ESD  or tri bo-electri fication .  Where  the  package exterior i s  
i solated  from  the  package i n terior and  therefore  the  device,  i t  i s  possib le  for charge  on  the  
package  to  d ischarge  to  the  device  as  i t  i s  removed  from  the  package .  

B.3  Discharge from  a  device 

B.3. 1  Charged  device  model  (CDM)  

I f a  device  is  momentari l y grounded  in  the  presence of an  e lectric fie ld  emanating  from  an  
e lectrostatica l l y charged  i tem ,  a  d i scharge  occurs  and  the  device  retains  a  charge  of opposi te  
polari ty.  When  the  device  contacts  an  object wi th  a  d i fferent poten tia l ,  l i ke  a  g rounded  hand  
removing  the  device  from  a  package,  an  e lectrostatic d ischarge  occurs.  S ince  the  e lectric fie l d  
passes  through  the  package,  the  package can  be  used  to  protect the  device  from  a  fiel d  that  
i s  external  to  the  package.  The  package  may a lso  i so late  the  device  from  g round .  

B.3.2  Tribo-electri fication  

As a  device  and  package  move i n  re lation  to  each  other,  charge  can  accumulate  on  the  
package and  on  the  device.  When  the  charged  device  con tacts  an  obj ect wi th  a  d i fferen t 
poten tia l ,  an  electrostatic  d ischarge  occurs.   
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COMMISSION  ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE  

____________ 

 
ÉLECTROSTATIQUE –  

 
Partie  5-3:  Protection  des  d isposi ti fs  électroniques  contre l es   

phénomènes  électrostatiques  – Classi fication  des  propriétés  et des   
exigences  relatives  à  l 'embal lage  destiné  aux d isposi ti fs  

 sensibles  aux décharges  électrostatiques  
 

AVANT-PROPOS 

1 )  La  Commission  E lectrotechn i que  I n ternational e  ( I EC)  est  une  organ isation  mond ia l e  de  normal i sation  
composée  de  l ' ensemble  des  com i tés  é l ectrotechn i ques  nati onaux (Com i tés  nationaux de  l ’ I EC).  L ’ I EC a  pou r 
objet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternati ona le  pou r tou tes  l es  questions  de  normal i sation  dans  l es  domaines  
de  l 'é l ectri ci té  et  d e  l 'é l ectron ique.  A cet  effet,  l ’ I EC – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  des  Normes  
i n ternati ona les ,  des  Spéci fi cations  techn iques,  d es  Rapports  techn iques,  d es  Spéci fi cati ons  accessib les  au  
publ i c  (PAS)  et  des  Gu ides  (ci -après  dénommés  "Publ i cation (s)  de  l ’ I EC").  Leu r é l aborati on  est  confiée  à  des  
com i tés  d 'études,  aux travaux desque ls  tou t  Com i té  nationa l  i n téressé  par l e  su jet  tra i té  peu t parti ciper.  Les  
organ isati ons  i n ternational es ,  gouvernementales  et  non  gouvernementa les,  en  l i a i son  avec l ’ I EC,  parti cipen t 
égal ement  aux travaux.  L’ I EC col l abore  étroi tement  avec l 'Organ isati on  I n ternationale  de  Normal i sation  ( I SO),  
selon  des  cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  deux organ isations.  

2)  Les  décis ions  ou  accords  offi c iel s  d e  l ’ I EC  concernant l es  q uestions  techn i ques  représenten t,  d ans  l a  mesure  
du  poss ibl e,  u n  accord  i n ternational  su r l es  su j ets  étud iés,  étan t  d onné  que  l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC 
i n téressés  son t représentés  dans  chaque  com i té  d ’études.  

3)  Les  Publ i cati ons  de  l ’ I EC se  présentent  sous  l a  forme  de  recommandations  i n ternati ona l es  et  son t  agréées  
comme te l l es  par l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  ra i sonnabl es  sont  en trepri s  afi n  que  l ’ I EC  
s 'assure  de  l 'exacti tude  d u  con tenu  techn ique  de  ses  publ i cations;  l ’ I EC ne  peu t pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éventuel l e  mauvaise  u ti l i sation  ou  i n terprétation  qu i  en  est  fa i te  par u n  quelconque  u ti l i sateur fi nal .  

4)  Dans  l e  bu t  d 'encourager l ' un i form i té  i n ternati onale,  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC s 'engagent,  dans  tou te  l a  
mesure  possib l e,  à  appl i quer de  façon  transparen te  l es  Publ i cations  de  l ’ I EC  dans  l eurs  publ i cations  nati onales  
et  rég ional es.  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Pub l i cations  de  l ’ I EC et  tou tes  publ i cati ons  nati onales  ou  
rég ionales  correspondantes  doiven t être  i nd iquées  en  termes  cl a i rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L’ I EC el l e-même ne  fourn i t  aucune  attestati on  de  conform i té.  Des  organ ismes  de  certi fi cati on  i ndépendants  
fourn i ssen t d es  services  d 'évaluati on  de  conform i té  et,  d ans  certai ns  secteu rs,  accèdent  aux marques  de  
conform i té  de  l ’ I EC.  L ’ I EC n 'est  responsabl e  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ ismes  de  certi fi cation  
i ndépendants .  

6)  Tous  l es  u ti l i sateurs  doi vent  s 'assurer qu ' i l s  sont  en  possession  de  l a  dern ière  éd i ti on  de  cette  pub l i cation .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  être  imputée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateurs,  employés,  auxi l i a i res  ou  
mandatai res,  y compris  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Com i tés  
nati onaux de  l ’ I EC,  pour tou t  pré jud ice  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matérie l s ,  ou  de  tou t  au tre  
dommage de  quel que  natu re  q ue  ce  soi t,  d i recte  ou  i nd i recte ,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compris  l es  frai s  
de  j usti ce)  et  l es  dépenses  décou lant  de  l a  publ i cati on  ou  de  l ' u ti l i sati on  de  cette  Publ i cation  de  l ’ I EC ou  de  
tou te  au tre  Publ i cati on  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  q u i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'attenti on  est  atti rée  su r l es  références  normatives  ci tées  dans  cette  publ i cation .  L 'u ti l i sation  de  publ i cations  
référencées  est  obl i gatoi re  pou r une  appl i cati on  correcte  de  l a  présente  publ i cati on .   

9)  L’ attention  est  atti rée  su r l e  fa i t  q ue  certa ins  des  é l éments  de  l a  présente  Publ i cati on  de  l ’ I EC peuvent  fa i re  
l ’ obj et  de  d roi ts  de  brevet.  L ’ I EC ne  sau rai t  être  tenue  pou r responsable  de  ne  pas  avoi r i d en ti fi é  d e  tel s  d roi ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r s i gna lé  l eur exi stence.  

La  Norme in ternationale  I EC  61 340-5-3  a  été  établ i e  par le  com i té  d 'études  1 01  de  l ’ I EC:  
É lectrostatique.  

Cette  deuxième éd i tion  annu le  et remplace  l a  prem ière  éd i ti on  parue  en  201 0 .  Cette  éd i ti on  
consti tue  une  révis ion  techn ique.   

Cette  éd i tion  i nclu t l es  mod i fications  techn iques  majeures  su ivantes  par rapport à  l 'éd i tion  
précédente:  

a)  suppress ion  de  toutes  l es  références  à  l 'ANSI /ESD  STM1 1 . 1 3 ,  remplacée par l a  référence  
normative  I EC  61 340-4-1 0;  
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b)  notes  supplémenta ires  aj ou tées  dans  l e  Tableau  1 ;  

c)  a jou t d 'un  Tableau  3  supplémentaire  l i é  au  “symbole  de  classi fication  ESD”  et  au  “code  de  
fonction  primaire” .   

Le  texte  de  cette  norme est i ssu  des  documents  su ivants:  

CDV Rapport  de  vote  

1 01 /428/CDV 1 01 /457/RVC 

 
Le  rapport de  vote  i nd iqué  dans  le  tableau  ci -dessus  donne  tou te  i n formation  sur l e  vote  ayant  
abouti  à  l 'approbation  de  cette  norme.  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  selon  l es  D irecti ves  I SO/IEC,  Partie  2 .  

Une  l i s te  de  tou tes  les  parties  de  l a  série  I EC  61 340,  présen tées  sous  l e  ti tre  général  
Électrostatique ,  peu t être  consu l tée  sur l e  s i te  web  de  l ’ I EC.  

Le  com i té  a  décidé  que  l e  con tenu  de  cette  publ i cation  ne  sera  pas  mod i fié  avant  l a  date  de  
stabi l i té  i nd iquée  sur l e  s i te  web de  l ’ I EC sous  "h ttp: //webstore. iec.ch"  dans  les  données  
re lati ves  à  l a  publ ication  recherchée.  A cette  date,  l a  publ ication  sera   

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  
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INTRODUCTION  

L’embal l age  est nécessaire  pour protéger l es  d isposi ti fs  sens ib les  aux décharges  
é lectrostati ques  (ESDS)  des  dommages  physiques  et envi ronnementaux au  cours  de  l a  
fabrication ,  du  transport et  du  stockage.   

De  p lus ,  i l  convient que  l es  embal l ages  pour l es  ESDS empêchent également l es  dommages  
l iés  à  l ’é l ectrici té  stati que.   
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ÉLECTROSTATIQUE –  
 

Partie  5-3:  Protection  des  d isposi ti fs  électroniques  contre l es   
phénomènes  électrostatiques  – Classi fication  des  propriétés  et des   

exigences  relatives  à  l 'embal lage  destiné  aux d isposi ti fs  
 sensibles  aux décharges  électrostatiques  

 
 
 

1  Domaine d 'appl ication  

La présente  partie  de  l ’ I EC  61 340  défin i t  l es  propriétés  des  embal l ages  de  protection  con tre  
l es  ESD  nécessaires  pour protéger l es  d ispos i ti fs  sens ibles  aux décharges  é lectrostati ques  
(ESDS)  pendant  tou tes  l es  phases  de  production ,  réusinage/main tenance,  de  transport et  de  
stockage.  Les  méthodes  d ’essai  sont référencées  pour évaluer l es  embal l ages  et l es  
matériaux d ’embal l ages  concernan t l es  propriétés  de  ces  produ i ts  et matériaux.  Des  l im i tes  
de  performance  son t données.  

La  présente  norme ne  tra i te  pas  de  la  protection  con tre  l e  brou i l lage  é lectromagnétique  (EM I ) ,  
l es  impu ls ions  é lectromagnétiques  ( I EM)  n i  de  l a  protection  des  matériaux volati l s .  

2  Références  normatives  

Les  documents  su ivan ts  sont ci tés  en  référence  de  man ière  normative,  en  i n tégral i té  ou  en  
partie ,  dans  le  présent document et son t i nd i spensables  pour son  appl ication .  Pour l es  
références  datées,  seu le  l ’ éd i ti on  ci tée  s ’appl i que.  Pour l es  références  non  datées,  la  
dern ière  éd i ti on  du  document de  référence  s ’appl i que  (y compris  l es  éventuels  
amendements).  

I EC 61 340-2-3,  Électrostatique – Partie  2-3: Méthodes d'essais pour la  détermination  de la  
résistance et de  la  résistivité  des matériaux planaires solides destinés à  éviter les charges 
électrostatiques  

I EC 61 340-4-8,  Électrostatique – Partie 4-8: Méthodes d’essai normalisées pour des 
applications spécifiques – Blindage contre  les décharges électrostatiques −  Sacs   

I EC  61 340-4-1 0 ,  Électrostatique – Partie 4-10:  Méthodes d’essai normalisées pour des 
applications spécifiques – Mesure de la  résistance en deux points1   

I EC  6041 7,  Symboles graphiques utilisables sur le  matériel (d ispon ib le  à  l 'adresse  
http: //www.graphical-symbols. info/equipment) 

3 Termes,  défin i tions  et  abréviations  

3. 1  Termes  et défin i tions  

Pour les  besoins  du  présen t document,  l es  termes  et défi n i tions  su ivan ts  s 'appl iquen t.  

————————— 
1  Lors  de  l a  rédaction ,  proposi t i on  est  fa i te  de  supprimer l ' I EC 61 340-4-1 0:  201 2  et  d ' i ncorporer l a  méthode  

d ’essai  d ans  l 'éd i ti on  su ivante  de  l ' I EC 61 340-2-3.  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  

http://www.graphical-symbols.info/equipment


 – 28  – I EC 61 340-5-3: 201 5    I EC  201 5  

3. 1 . 1   
décharge  électrostatique  
ESD  
transfert de  charges  é lectri ques  en tre  des  corps  à  des  potentiels  él ectrostati ques  d i fférents  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L 'abréviation  "ESD"  est  déri vée  d u  terme ang la i s  d éveloppé  correspondant "el ectrostati c  
d i scharge" .  

3. 1 .2   
d ispositi fs  sensibles  aux décharges  électrostatiques  
ESDS  
d isposi ti fs  sens ib les,  ci rcu i t i n tégré  ou  assemblage  qu i  peuvent être  endommagés  par des  
champs  é lectrostatiques  ou  des  décharges  é lectrostatiques  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L 'abréviati on  "ESDS"  est  déri vée  du  terme ang la i s  d éveloppé  correspondant "e lectrostati c  
d i scharge  sensi ti ve  device" .  

3. 1 .3   
zone  protégée  contre  l es  ESD  
EPA 
zone dans  l aquel le  l es  ESDS peuvent être  man ipu lés  avec un  risque  acceptable  de  
dégradation  provoqué par l es  décharges  ou  champs  é lectrostati ques  

3. 1 .4   
zone  non  protégée  
UPA 
zone  s i tuée  à  l ’ extérieu r d ’une  EPA  

VOIR:  F i gure  A. 1  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L 'abréviation  "UPA"  est  déri vée  d u  terme  ang la i s  dével oppé  correspondan t "unprotected  area" .  

3. 1 .5   
embal lage de  contact  
matériau  qu i  se  trouve  en  contact avec l ’ESDS  

3. 1 .6   
embal lage de  proximité  
matériau  qu i  n ’est pas  en  con tact avec l ’ESDS  mais  qu i  est u ti l i sé  pour enfermer un  ou  
p lus ieu rs  d ispos i ti fs  

3. 1 .7   
embal lage secondai re  
matériau  u ti l i sé  principalement pour fourn ir une  protection  phys ique  supplémentai re  au  n iveau  
de  l ’extérieur d ’un  embal l age  de  proxim i té  

3. 1 .8   
résistance transversale  
RV  
rapport d ’une  tens ion  conti nue  (V)  appl iquée  entre  deux é lectrodes  p lacées  sur deux surfaces  
(opposées)  d ’ une  éprouvette  et l e  couran t (A)  en tre  l es  é lectrodes  

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  rés i stance  transversale  est  exprimée  en  ohms.  

3. 1 .9   
résistance point  à  point   
Rp-p  
rapport d ’ une  tens ion  con tinue  (V)  appl i quée  entre  deux électrodes  sur une  surface  d ’ une  
éprouvette  et l e  couran t (A)  entre  l es  é lectrodes   

Note  1  à  l 'arti cl e:  La  rés i stance  poin t  à  poi n t  est  exprimée  en  ohms.  
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Note  1  à  l ' arti cl e:  La  confi gu ration  des  é l ectrodes  pou r l es  mesures  de  l a  rés i stance  poi n t  à  poin t  correspond  
habi tuel l ement  à  une  pa i re  d 'é l ectrodes  face  à  face  ci rcu l ai res,  séparées  l 'une  de  l ' au tre  par une  d i stance  défi n i e.   

3. 1 . 1 0   
résistance superficiel le  
RS  
rapport  d ’ une  tension  continue  (V)  appl iquée  en tre  deux é lectrodes  selon  une  configuration  
défin ie  sur une  surface  d 'une  éprouvette  et  l e  couran t (A)  en tre  l es  é lectrodes  

Note  1  à  l ' arti cl e:  La  confi gurati on  des  é l ectrodes  pou r l a  mesure  de  l a  rés i stance  en  su rface  correspond  
habi tuel l ement  à  une  pai re  d 'él ectrodes  rectangu la i res  para l l è l es  ou  à  u ne  pai re  d 'él ectrodes  concentri ques  
ci rcu la i res .   

Note  2  à  l 'arti cl e:  La  rés i stance  superfi ci e l l e  est  exprimée  en  ohms.  

3.2  Abréviations  

Terme Français  Ang la is  

CDM   Modèle  du  composant chargé  Charged  device  model  

ESD   Décharge  é lectrostati que  E lectrostatic  d ischarge  

ESDS   D isposi ti fs  sens ib les  aux décharges  
é lectrostatiques  

E lectrostatic  d ischarge  sensi ti ve  device  

EMI   Brou i l l age  é lectromagnétique  E lectromagnetic i n terference  

EPA  Zone  protégée  con tre  l es  ESD  ESD  protected  area  

HMB   Modèle  du  corps  humain  Human  body model  

I EM  Impu ls ions  é lectromagnétiques  E lectromagnetic pu ls ing  (EMP)  

MM  Modèle  de  mach ine  Mach ine  model  

UPA  Zone  non  protégée  Unprotected  area  

 

4 Personnal isation  

La présente  norme,  ou  des  parties  de  cette  dern ière,  peuven t ne  pas  s ’appl i quer à  toutes  l es  
appl ications.  La  personnal isation  est réal isée  par l ’évaluation  de  l ’ appl i cabi l i té  de  chaque  
exigence  pour l ’ appl ication  spéci fique.  À l ’ i ssue  de  l ’évaluation ,  des  exigences  peuvent être  
ajoutées,  mod i fiées  ou  supprimées.   

Les  décis ions  de  personnal isation ,  y compris  l es  j usti fications,  do iven t être  documentées.  

5 Exigence d ’appl ication  de l ’embal lage  

5.1  Général i tés   

Le transport des  ESDS nécess i te  un  embal lage  qu i  fourn i t  u ne  protection  con tre  l es  dangers  
é lectrostati ques  (par exemple  du  fai t  d 'une  décharge  é lectrostati que) .  A l ’ i n térieur d ’ une  EPA 
dans  l aquel le  l es  risques  l i és  aux ESD  sont b ien  maîtrisés,  l es  embal l ages  de  protection  
con tre  l es  ESD  peuvent ne  pas  être  nécessai res.  

5.2  À l ’ i n térieur d ’une EPA 

Les  embal l ages  u ti l i sés  au  sein  d ’ une  EPA doivent être  l es  matériaux d iss ipati fs  ou  
conducteurs  pour un  contact d i rect.  

Les  é léments  sens ibles  au  modèle  du  corps  humain  (HBM)  <1 00  V peuvent nécessi ter une  
protection  supplémentai re  en  fonction  des  exigences  d ’appl ication  et de  cel l es  du  p lan  de  
programme.  
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NOTE  Les  matériaux d i ss ipati fs  son t  pri vi l ég iés  pou r un  embal l age  de  con tact  dans  l es  cas  où  l es  dommages  du  
modèle  du  composant chargé  (CDM)  consti tuent  une  préoccupation .  

5.3  A l ’ extérieur d ’une  EPA 

Le transport de  produ i ts  sens ib les  à  l ’ extérieur d ’une  EPA doi t nécess i ter un  embal l age  qu i  
satisfa i t  aux deux é léments  su ivants :  

a)  des  matériaux d iss ipati fs  ou  conducteurs  pour un  con tact  d i rect;  

b)  une  structure  qu i  fourn i t un  b l i ndage  con tre  l es  décharges  é lectrostatiques.  

S i  l es  matériaux de  b l i ndage  contre  les  champs  é lectrostati ques  son t u ti l i sés  pour consti tuer 
un  b l i ndage  contre  l es  décharges,  i l  convient d ’ u ti l i ser un  matériau  assuran t une  barrière  pour 
l a  ci rcu lation  du  courant  en  combinaison  avec l e  matériau  de  b l i ndage con tre  les  champs  
é lectrostatiques.   

NOTE  Les  matériaux d i ss ipati fs  sont  pri vi l ég i és  pour u n  embal l age  de  contact  dans  l es  cas  où  l es  dommages  du  
modèle  du  composant  chargé  (CDM)  consti tuent  une  préoccupation .  

6 Classification  des  propriétés  des  matériaux d ’embal lage contre les  ESD  

6.1  Général i tés   

Les  matériaux et embal l ages  u ti l es  pour préven ir des  dommages  sur des  d ispos i ti fs  
é lectron iques  sens ib les  présen tent  certa ines  propriétés.  Ces  propriétés  son t l es  su ivantes:  

a)  propriétés  de  rés istance:  

– conducteurs;  

– d issipati fs;  

b)  propriétés  de  b l indage:  

– con tre  l es  décharges  é lectrostatiques;  

– con tre  l es  champs  é lectrostatiques.  

6.2  Propriétés  des  matériaux l i ées  à  la  résistance  

6.2. 1  Général i tés  

La p lupart des  matériaux d ’embal l age  d ’ usage courant sont des  i so lan ts  électriques  et l es  
matériaux i so lan ts  conserven t la  charge.  Le  fai t de  rendre  l ’ embal l age  moins  i so lan t fourn i t u n  
chem in  pour d iss iper l a  charge  de  l ’ embal lage  vers  un  matériau  à  poten tie l  i n férieur.  

Des  gammes  spéci fi ques  de  rés istance  sont u ti l es  à  d i fférents  ti tres.  L ’embal lage  peu t être  
classé  selon  l esd i tes  gammes de  rés istance  du  matériau  dans  sa  construction .   

6.2.2  Résistance  des  matériaux conducteurs  

Des matériaux conducteurs  peuven t être  conducteurs  en  surface,  conducteurs  volum iques  ou  
l es  deux à  la  fo is.  

a)  Matériaux conducteurs  en  surface  

Un  matériau  conducteur en  surface  doi t avoir une  rés istance  superficiel l e  <1  ×  1 04  Ω 2.   

b)  Matériaux conducteurs  volum iques  

————————— 
2 L 'épaisseu r du  matériau  est  susceptib le  d ' i n fl uer de  man ière  s i gn i fi cati ve  su r l a  va l eur mesurée  d 'une  

rés i stance  transversale.  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 61 340-5-3: 201 5    I EC  201 5  – 31  – 

Les  matériaux conducteurs  volum iques  doivent posséder une  rés istance  transversale  
<1  ×  1 04  Ω.  

6.2.3  Résistance  des  matériaux de  b l indage  contre  l e  champ électrostatique  

Dans  l a  gamme des  matériaux conducteurs ,  l es  matériaux de  b l i ndage  con tre  l e  champ 
é lectrostati que  doiven t posséder une  couche homogène  d 'une  rés istance  superficie l le  
<1  ×  1 03  Ω ou  une  rés istance  transversale  <1  ×  1 03  Ω .   

D ’autres  méthodes  peuven t également défin i r la  classi fication  de  b l indages  contre  l e  champ  
é lectrostatique.  

NOTE  Ces  val eu rs  de  rés i stance  n ’ impl i quen t pas  nécessai rement  un  b l i ndage  con tre  l es  EMI /I EM.  

6.2.4  Résistance  des  matériaux d issipati fs  

Des  matériaux d iss ipati fs  peuvent être  d iss ipati fs  en  surface,  d iss ipati fs  volum iques  ou  l es  
deux à  l a  fo is.  

a)  Matériaux d iss ipati fs  en  surface   

Les  matériaux d issipati fs  en  surface  doiven t posséder une  rés istance  superficie l le  ≥1  ×  1 04  e t  
<1  ×  1 0 1 1Ω.   

b)  Matériaux d iss ipati fs  volum iques   

Les  matériaux d iss ipati fs  volum iques  doivent posséder une  rés istance  transversale  ≥1  ×  1 04  
et  <1  ×  1 01 1Ω3.  

6.2.5  Résistance  des  matériaux i solants  

Des  matériaux i so lan ts  é lectrostatiques  peuvent être  isolan ts  en  surface,  i solan ts  volum iques  
ou  les  deux à  l a  fo is.  

a)  Matériaux iso lan ts  en  surface  

Les  matériaux isolan ts  en  surface  é lectrostati ques  peuvent posséder une  rés istance  
superficie l le  ≥1  ×  1 01 1  Ω .  

b)  Matériaux i so lan ts  volum iques  

Les  matériaux i solants  volum iques  é lectrostatiques  peuvent  posséder une  rés istance  
transversale  ≥1  ×  1 01 1  Ω .  

6.3  Propriétés  du  bl indage  électrostatique  

NOTE  Les  matéri aux de  b l i ndage  él ectrostati q ue  protègent  l es  é l éments  é l ectron iques  sensibles  sous  embal l age  
des  effets  des  décharges  et  champs  él ectrostati ques  qu i  son t  externes  à  l 'embal l age.  

6.3. 1  Bl indage contre  les  décharges  électrostatiques  

Un  embal l age  assuran t un  b l indage  contre  l es  décharges  é lectrostatiques  est  capable  
d ’atténuer une  décharge  é lectrostatique.  L ’énerg ie  ca lcu lée  au torisée  à  l ’ i n térieur d ’un  sac de  
b l i ndage  contre  les  décharges  stati ques  doi t ê tre  i n férieure  à  50  nJ  l ors  de  l ’essai  se lon  
I EC 61 340-4-8  ou  une  méthode d ’ essai  équ ivalen te  mod i fiée  pour s ’adapter au  produ i t.  

————————— 
3 L'épaisseu r du  matériau  est  susceptib le  d ' i n fl uer de  man ière  s i gn i fi cati ve  sur l a  val eur mesurée  d 'une  

rés i stance  transversale.  
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6.3.2  Bl indage contre  le  champ électrostatique  

L’embal l age  pour l e  b l i ndage con tre  l e  champ électrostatique  est capable  d ’atténuer un  
champ é lectrostatique.   

NOTE  Les  matéri aux de  b l i n dage  con tre  l e  champ classés  peuvent  permettre  l a  ci rcu l ati on  d u  cou rant  à  travers  
l eu r vo l ume.  

7 Exigences  techniques  pour l ’embal lage de  protection  contre les  ESD  

7. 1  Propriétés  de  l ’ embal lage et  des  matériaux 

Les  Tableaux 1  et 2  fourn issent  l es  méthodes  d ’essai  pour déterm iner les  classi fications  des  
matériaux concernant les  matériaux et l es  embal l ages  fi n is .  Dans  l a  mesure  du  poss ible ,  
l ’ essai  doi t  être  réal isé  sur l 'embal l age  fin i .  Lorsque  l 'essai  ne  peu t pas  être  réa l isé  sur un  
embal l age  fin i ,  l a  cl assi fication  des  matériaux doi t  être  défin ie  par l e  matériau  en  vrac u ti l i sé  
pour l a  production  de  l 'embal lage  final .  

Tableau  1  – Méthodes  d ’essai  pour l ’ embal lage  de  protection  électrostatique  

Classi fi cation  
du  matériau  

Méthode d ’essai  a  Description  de  l a  méthode  Limi tes  

Conducteu r en  
su rface  

I EC 61 340-2-3  

I EC 61 340-2-3  

I EC 61 340-4-1 0  b  

RS  Rési stance  en  su rface  

Rp-p  Rés i stance  poin t  à  poi n t  

Rp-p  Rés i stance  poin t  à  poi n t  

<1  ×  1 04  Ω 

<1  ×  1 04  Ω  c  

<1  ×  1 04  Ω  c  

Conducteu r 
vol um ique  

I EC 61 340-2-3  
RV  Rési stance  transversale  <1  ×  1 04  Ω  d  

Bl i ndage  contre  l e  
champ 
é lectrostati que  

I EC 61 340-2-3  e  

I EC 61 340-2-3  e  

RS  Rési stance  en  su rface  

RV  Rési stance  transversale  

1  ×  1 03
Ω   

1  ×  1 03  
Ω

d  

Dissipati f en  su rface  

 
I EC 61 340-2-3  

I EC 61 340-2-3  

I EC 61 340-4-1 0  b  

RS  Rési stance  en  surface  

Rp-p  Rés i stance  poin t  à  poi n t  

Rp-p  Rés i stance  poin t  à  poi n t  

 

≥1  ×  1 04   to  1  ×  1 0 1 1  Ω  

≥1  ×  1 04   to  1  ×  1 0 1 1  Ωc  

≥1  ×  1 04   to  1  ×  1 0 1 1  Ωc  

Dissipati f  vol um ique  I EC 61 340-2-3  RV  Rési stance  transversale  ≥1  ×  1 04   to  1  ×  1 0 1 1  Ωd  

I solan ts  en  su rface  I EC 61 340-2-3  

I EC 61 340-4-1 0  b  

RS  Rési stance  en  su rface  

Rp-p  Rés i stance  poin t  à  poi n t  

≥1  ×  1 0 1 1  Ω  

≥1  ×  1 01 1  Ωc  

I solan ts  vo l um iques  I EC 61 340-2-3  RV  Rési stance  transversale  ≥1  ×  1 0 1 1  Ωd  

a  Pour l a  qual i fi cati on  de  produ i ts  d es  matériaux d 'embal l age,  l es  cond i ti ons  d ’envi ronnement  pou r l e  
précond i ti onnement et  l es  essais  doi ven t correspondre  à  23  °C  ±2  °C  et  une  hum id i té  re l ati ve  de  1 2  %  ±3  % .  
Le  précond i ti onnement  effectué  avan t l a  mesure  doi t  être  ≥48  h .  

b  L ' I EC 61 340-4-1 0  décri t  l a  mesure  de  l a  rés i stance  poi n t  à  poi n t  Rp-p  à  l ’ a i de  d ’ une  sonde  à  deux poin ts .    
L ’ I EC 61 340-2-3  décri t  l ’ ensemble  des  troi s  méthodes  d ’essai  RS ,  RV  e t  Rp-p .  

c  Les  résu l tats  d 'u ne  mesure  de  Rp-p  conformément à  l ' I EC 61 340-2-3  ou  à  l ' I EC 61 340-4-1 0  peuvent  être  
d i fférents  comparés  aux résu l tats  d 'une  mesure  de  Rs  con formément  à  l ' I EC 61 340-2-3  d u  fa i t  de  l ' u ti l i sation  
de  sondes  d i fféren tes.  

d  L 'épai sseu r d u  matéri au  est  susceptibl e  d ' i n fl uer de  man ière  s i gn i fi cati ve  su r l es  va leu rs  d 'u ne  rés i stance  
transversale  mesurée.  L'exi gence  est  l a  même malgré  l 'épaisseur d u  matériau .  

e  L ' I EC 61 340-2-3  décri t  l es  méthodes  d ’essai  pour déterm iner l a  rés i stance  é lectri que  et  l a  rés i sti vi té  d es  
matériaux sol i des  dans  l a  p l age  comprise  en tre  1 04  

Ω  et 1 0 1 2  Ω et  e l l e  ci te  en  référence  d 'au tres  normes  
re l ati ves  aux mesures  effectuées  en  dehors  de  cette  p l age.  Tou tefoi s ,  l es  au tres  méthodes  d 'essais  ci tées  
peuvent ne  pas  être  appropriées  pou r mesurer l es  produ i ts  ou  l es  matériaux d ’embal l ages.  De  ce  fai t,  aux fi ns  
énoncées  dans  ce  tableau ,  l a  sonde  à  anneau  concentri que  spéci fi ée  dans  l ' I EC  61 340-2-3  doi t  être  u ti l i sée.  
L ' i nstrumentation  u ti l i sée  doi t  pouvoi r effectuer une  mesure  j usqu 'à  une  val eu r i n férieu re  à  1 03  Ω ;  i l  est  
acceptabl e  q ue  l a  tension  en  ci rcu i t  ouvert  ou  l a  tension  sous  charge  de  l ' i nstrumentation  u ti l i sée  soi t  
i n férieu re  à  1 0  V.    
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Tableau  2  – Méthodes  et exigences  d ’essai  relatives  à  l ’ embal lage pour le  b l indage  
contre  les  décharges  électrostatiques   

 Système d ’ embal lage  

Sacs  de  bl i ndage  Au tre  conception  d ’embal lage  
pour bl indage  con tre  l es  ESD  

Méthode  d 'essai  I EC 61 340-4-8  Défi n i e  par l ’ u ti l i sateur  

Exigence  Énerg ie  <  50  nJ  – l ’ embal l age  de  contact do i t  être  
d i ss ipati f ou  conducteur 

– une  couche  barrière  de  matéri au  
ou  d ’ a i r atténuant l ’ énerg ie  
d ’ESD doi t  être  i ncl use  a  

a  Aucun  composant du  système  d ’embal l age  ne  doi t  provoquer de  ri sque  d ’ESD  l orsqu ’ i l  est  i n trodu i t  dans  
l 'EPA.  

 

7.2  Marquage  de  l ’ embal lage  

7.2. 1  Symbole  de  classification  

Le symbole  de  class i fication  ESD  donné dans  l ' I EC  6041 7-6202  et te l  q ue  représen té  à  l a  
F igu re  1 ,  doi t fi gurer sur l ’embal l age  de  protection  contre  l es  ESD ou  se lon  l es  con trats  des  
cl ien ts,  l es  ordres  d ’achat,  l es  dess ins  ou  au tres  documentations .  

 

Figure 1  – Exemple d ’étiquettes  d ’embal lage  (*Code de  fonction  primaire)  

7. 2.2  Classification  d ’embal lage  

Le  code  de  fonction  primaire  doi t fi gu rer au-dessous  du  symbole  de  class i fi cation  ESD  donné  
dans  l ' I EC 6041 7-6202  et  te l  que  représen té  dans  l e  Tableau  3:  

S  b l i ndage contre  l es  décharges  é lectrostatiques;  

F  b l i ndage contre  l e  champ é lectrostati que;  

C  conducteur é lectrostati que;  

D  d issipati f é lectrostati que.  

IEC  
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Tableau  3  – Code de  fonction  primaire/symbole  de  classification  ESD  

Code de  fonction  primai re  

*  
Fonction  primai re  Symbole  de  classi fi cation  ESD  

S  
B l i ndage  contre  l es  décharges  

é l ectrostati ques  

 

F  B l i ndage  con tre  l e  champ é lectrostati q ue  

 

C Conducteu r é l ectrostati que  

 

D Diss ipati f é l ectrostati q ue  

 

 

7.2.3  Traçabi l i té  

Sur l ’ embal l age  doivent figurer des  i n formations  permettant une  traçabi l i té  par rapport au  
fabrican t d 'embal lage  et  aux in formations  de  code  de  l ot/date  du  fabricant.   

Le  code  de  l ot/date  doi t  permettre  la  traçabi l i té  par rapport aux i n formations  de  contrô le  de  l a  
qua l i té  concernant  l a  fabrication  du  l ot spéci fique  d ’embal l age.  

IEC  

IEC  

IEC  

IEC  
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Annexe A 
(informative)  

 
Lignes  d irectrices  relatives  aux matériaux  d’embal lage  contre  les  ESD  

A.1  Environnement et  sensibi l i té  du  d isposi ti f 

A.1 . 1  Général i tés   

L’environnement et l a  sens ib i l i té  du  d ispos i ti f consti tuent  deux cons idérations  pri ncipales  en  
vue  du  choix des  matériaux d 'embal lage  contre  l es  ESD.    

A.1 .2  Environnement 

Étant donné  que  l a  menace  à  l aquel le  est exposé un  é lément sens ib le  est habi tuel lement 
i ndéterm inée  l orsque  led i t é lément est s i tué  en  dehors  d ’une  zone  protégée con tre  l es  ESD  
(EPA),  i l  convien t de  p lacer l es  d ispos i ti fs  sens ib les  aux décharges  é lectrostati ques  (ESDS)  
dans  un  embal lage  de  protection  con tre  les  ESD,  chaque  fois  que  l ’ él ément se  trouve  dans  
une  zone  non  protégée  (UPA)  – voi r l e  Tableau  A. 1 .  

Tableau  A. 1  – Caractéristiques  d ’embal lage  pour l es  considérations  
 l i ées  à  l ’ envi ronnement 

Éléments  à  
embal ler 

EPA UPA 

Contact  Proximi té  Contact  Proximi té  

ESDS  

Conducteu r ou  
d i ss ipati f 
é l ectrostati que  a  

Conducteu r ou  
d i ss ipati f 
é l ectrostati que  

S im i l ai re  à  l ’ i n térieu r d e  
l ’EPA et  b l i ndage  contre  
l es  décharges  
é l ectrostati ques  b  

B l i ndage  contre  l es  
décharges  
é l ectrostati ques   

a  Pour l es  ESDS  a l imentés  par batterie,  i l  convient  q ue  l e  cho i x du  matériau  ou  l a  conception  de  l ’ embal l age  
assure  q ue  l a  batteri e  ne  se  déchargera  pas.  

b  Le  b l i n dage  con tre  l es  décharges  é l ectrostati q ues  est  nécessai re  s i  l 'embal l age  de  proxim i té  n 'a  pas  de  
propri été  de  b l i ndage  con tre  l es  décharges  é l ectrostati ques .   
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Figure A. 1  – Exemples  de  configurations  d ’EPA 

A. 1 .3  Sensibi l i té  du  d ispositi f 

Si  l a  sens ib i l i té  de  l ’ESDS est i nconnue et l e  d ispos i ti f est expéd ié  en  dehors  de  l ’EPA,  i l  
convient de  l ’ embal ler au  moyen  d ’ une  s tructure  de  b l i ndage contre  l es  décharges  s tatiques  
assurant  également une  protection  con tre  les  champs  électrostatiques.  

Zone protégée  contre  les  ESD  

Poste  de  travai l  Sal l e  Bâtiment  

Impression  
sérigraph ique  

P ick et  pl ace  
(placement de  
composan t)  

Recu i sson  Embal lage  

EPA  

Stockage  Stockage  

Assemblage manuel  

IEC  
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Toutefois,  s i  l a  sens ib i l i té  de  l ’ESDS est connue  et l ’ envi ronnement des  menaces  l i ées  aux 
ESD  est b ien  cerné,  l e  n i veau  de  protection  de  l ’embal lage  peu t être  rédu i t.  

A.2  Liaison  équipotentiel l e  

Bien  que  n ’étant pas  tou jours  reconnue comme étant à  prendre  en  compte  pour l ’ embal lage,  
l a  l i a ison  équ ipotentiel l e ,  ou  l ’ in terconnexion  des  fi l s ,  peu t consti tuer une  méthode  efficace  
pour rédu ire  l es  dommages.  En  i n terconnectant l es  parties  actives  du  d ispos i ti f ou  des  
connecteurs  de  carte,  l es  d iverses  parties  de  l ’é l ément partagent l e  même poten tie l  
é lectrique.  Alors  qu ’el l es  ne  sont pas  nécessai rement au  poten tie l  de  terre,  l e  fa i t  que  l es  
parties  de  l ’é l ément partagen t le  même poten tie l  s ign i fi e  que  l e  couran t  dommageable  ne  
ci rcu lera  pas  en tre  cel l es-ci .  L ’ i n terconnexion  des  parties  acti ves  a  des  l im i tes.  L ’énerg ie  
provenant de  décharges  d i rectes  ou  de  champs  é lectriques  peut i n fl uer sur l ’é l ément d ’ une  
man ière  qu i  ne  permet pas  l ’égal isation  de  l ’ énerg ie  par l ’ i n terconnexion ,  mais  p l u tôt par l e  
d isposi ti f.  L ’embal lage  de  protection  contre  l es  ESD qu i  offre  d ’autres  propriétés  de  protection  
est  généralement u ti l i sé  con j oin tement avec l es  d i sposi ti fs  d ’ i n terconnexion .  

A.3  Matériau  d issipati f pour contact d i rect  

Pour évi ter l es  décharges  rapides  des  ESDS  en  raison  du  contact avec des  surfaces  
conductrices,  les  matériaux d iss ipati fs  sont  pri vi l ég iés .  

A.4  Embal lage depuis  l ’arrivée des  ESDS jusqu ’à leur point d 'uti l isation  

La F igure  A. 1  représente  un  schéma s impl i fi é  d ’une  appl ication  d ’embal l age  é lectron ique  
générique.  Pour chaque zone  son t notées  l es  propriétés  recommandées  pour l es  matériaux 
d ’embal l ages  contre  les  ESD.  Comme ind iqué  en  A. 1 . 3,  s i  l a  sensib i l i té  de  l ’ é lémen t et  les  
menaces  sont documentées,  le  n i veau  de  l ’ embal l age  de  protection  peu t être  rédu i t après  
confi rmation  de  l a  fonctionnal i té  de  l ’ embal lage.   

NOTE  Ce  schéma  représente  une  approche  “ i l ots  de  protection”  vi s-à-vi s  des  d i sposi ti ons  de  sécuri té  contre  l es  
ESD.  De  nombreux processus  de  fabrication  u ti l i sen t  une  approche  “us ine  g l obale” ,  d ans  l aquel l e  l ’ us i ne  dans  son  
ensemble  est  une  zone  protégée  – voi r l a  F i gu re  A. 1  
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Figure A.2  – Appl ication  des  embal lages  de  protection  contre  l es  ESD  

A.5  Véri fication  périodique 

Les  propriétés  ESD  de  certains  matériaux d ’embal l age  peuven t se  détériorer au  fi l  d u  temps  
et  de  l 'u ti l i sation .  

I l  convien t donc d ’envisager la  véri fication  périod ique  des  propriétés  de  mai trise  des  ESD.  

IEC  

Impression /pick et  
place/  

recu isson /embal lage  

A bl

Essai  de  contrôle  

qual i té  

Retouche/assemblage  

Stockage  

Stockage/  

consti tution  des  lots  
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A.6  Exemples  de procédures  de  mesure pour la  qual i fication  et la  véri fication  
des  embal lages  

Tableau  A.2  – Exemples  pour l a  qual i fication  et l a  véri fication  des  embal lages  

Éléments  d ’embal lage  Méthode  d 'essai  
Qual i fication  de  

produ i ts  a  
Véri fi cation  de  conformi té  

Sacs  

 

I EC 61 340-2-3  

 

RS   

Couches  à  l ’ i n téri eu r et  à  
l ’ extéri eu r 

RS  

Couches  à  l ’ i n téri eu r et  à  
l ’ extéri eu r 

  RV  

Couches  i n térieures  à  l a  
p l aque  en  métal  

 

I EC 61 340-4-8  Essai  d ’ énerg i e  
concernant l es  sacs  b  

Bacs  de  manuten tion  I EC 61 340-2-3  RS   

Surfaces  i n terne  et  
externe  

Rp-p   

Su rfaces  i n terne  et  externe  

  

  RV  

Surface  i n terne  à  l a  
p l aque  en  métal  

 

Mousses  I EC 61 340-2-3  RS   

Surfaces  supéri eu re  et  
i n féri eu re  

Rp-p   

Su rfaces  supéri eu re  et  
i n férieu re  

  RV  

Surface  supéri eu re  de  l a  
p l aque  en  métal  

 

Rubans  porteurs  I EC 61 340-4-1 0  c  Rp-p   

A l ’ i n téri eu r des  cavi tés  

Cavi té  à  cavi té  

Rp-p   

A l ’ i n téri eu r des  cavi tés  

 

  RV  

Cavi té  à  p l aque  de  métal  

 

Plateaux thermoformés  et  
mou lés  par i n j ection  

I EC 61 340-4-1 0  c  Rp-p   

A l ’ i n téri eu r des  cavi tés  

Cavi té  à  cavi té  

Rp-p   

A l ’ i n téri eu r des  cavi tés  

 

  RV  

Cavi té  à  p l aque  de  métal  

 

Carton  ondu lé  I EC 61 340-2-3  RS   

Couches  à  l ’ i n téri eu r et  à  
l ’ extéri eu r 

RS  

Couches  à  l ’ i n téri eu r et  à  
l ’ extéri eu r 

  RV  

Couches  i n térieures  à  l a  
p l aque  en  métal  

 

a  Pour l a  qual i fi cation  de  produ i ts ,  i l  convient  que  l es  cond i ti ons  d ’envi ronnement re lati ves  aux essais  soient  
de  23  °C  ±2  °C  et  de  1 2  %  ±3  %  en  hum id i té  re lati ve.  

b  Un iquement perti nent  s i  un  sac  de  b l i ndage  con tre  l es  décharges  é l ectrostati ques  nécess i te  d ’être  qual i fi é .  

c  I l  peu t  arri ver que  l a  sonde  à  deux poi n ts  décri te  d ans  l ' I EC 61 340-4-1 0  ne  s 'adapte  pas  à  l ' i n téri eu r des  
cavi tés.  D 'au tres  méthodes  d 'essais  ne  fa i san t pas  parti e  d u  domaine  d 'appl i cati on  actue l  de  l a  présente  
norme peuvent  a l ors  être  nécessai res,  en  vue  de  mesurer l es  l im i tes  de  l 'embal l age.   
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I l  convien t que  l e  p l an  de  véri fication  de  l a  conform i té  se lon  l ' I EC  61 340-5-1  [1 ] 4   d ocumente  
l a  méthode u ti l i sée  pour véri fi er l es  l im i tes  se lon  l a  cl assi fication  des  matériaux du  
Tableau  A. 2 .  

————————— 

4 Les  ch i ffres  en tre  crochets  se  réfèren t à  l a  b i bl i og raph ie.  
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Annexe B  
(informative)  

 
Dommages  subis  par les  d isposi ti fs  

B.1  Dommages l iés  aux ESD 

Les  dommages  sur les  d ispos i ti fs  corresponden t habi tuel lement à  l ’ une  des  deux s i tuations  
su ivantes:  

– décharge  é lectrostatique  subie  par un  d isposi ti f;  

– décharge  é lectrostatique  provenant d ’un  composant chargé.  

Cette  d istinction  est  importante  pour l es  cons idérations  re latives  à  l ’embal l age,  car d i fférentes  
propriétés  sont exigées  pour gérer chaque s i tuation .  I l  est nécessai re  de  prendre  en  
cons idération  l a  source  de  l ’é l ectrici té  stati que  et ensu i te  le  chem in  parcouru  par la  charge  
pour endommager l e  d isposi ti f.  

B.2  Décharge subie  par un  d isposi ti f 

B.2. 1  Modèle  du  corps  humain  (HBM)  [2]  et  conducteurs  isolés  

Les  é léments  communs  qu i  se  déchargen t dans  l es  d ispos i ti fs  sous  embal lage  i ncluent l e  
corps  humain  et l es  obj ets  conducteurs  u ti l i sés  pour man ipu ler les  embal lages  te ls  que  l es  
transporteurs ,  l es  chariots  et  les  véh icu les .  La  tri boélectrici té  consti tue  habi tue l l ement la  
source  de  l a  charge.   

Étant  donné  que  la  décharge  doi t traverser l 'embal l age  pour atte indre  l e  d ispos i ti f,  
l ’ embal l age  peu t être  u ti l i sé  pour protéger l e  d isposi ti f con tre  une  décharge  é lectrostatique  
extérieure  à  l 'embal l age.  

B.2.2  Charge  conservée  

L’embal l age  peu t se  charger au  moyen  des  ESD  ou  de  la  tri boélectrici té.  Là  où  l ’extérieur de  
l ’embal l age  est i solé  de  l ' i n térieur de  l ’ embal lage  et,  de  ce  fa i t,  d u  d isposi ti f,  i l  est poss ib le  
pour l a  charge  sur l ’embal lage  de  se  décharger dans  l e  d ispos i ti f l orsque  ce lu i -ci  a  été  reti ré  
de  l ’embal lage.  

B.3  Décharge provenant d ’un  d isposi ti f 

B.3. 1  Modèle  du  composant  chargé (CDM)  

Si  un  composant est momentanément re l ié  à  l a  terre  en  présence d ’ un  champ électrique  
émanant d ’un  é lémen t chargé  en  é lectrici té  stati que,  une  décharge  se  produ i t  et  l e  d ispos i ti f 
conserve  une  charge  de  polari té  opposée.  Lorsque  l e  composan t est en  contact avec un  objet  
de  poten tie l  d i fféren t,  comme une  main  en  l i a ison  avec la  terre  en  tra i n  d ’en lever l e  
composan t d 'un  embal l age,  i l  s ’ ensu i t une  décharge  é lectrostatique.  Étant donné  que  l e  
champ électri que  traverse  l 'embal l age,  ce  dern ier peu t être  u ti l i sé  pour protéger l e  composant 
con tre  l e  champ é lectri que  extérieur à  l 'embal l age .  L ’embal l age  peu t également i soler l e  
composan t de  l a  terre.  

B.3.2  Triboélectrici té  

Si  un  composant et u n  embal lage  peuvent se  déplacer l 'un  par rapport à  l 'au tre,  une  charge  
peu t se  former sur l 'embal l age  et sur l e  composant.  Lorsque  le  composant chargé  est en  
con tact avec un  objet de  poten tie l  d i fféren t,  i l  s ’ensu i t  une  décharge  é lectrostatique.   
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